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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(fi) Bildsensor-Chip und entsprechendes Tragerelement 

<5?) Der Bildsensor-Chip (1) weist auf einer Hauptseite (2) eine 
optische Sensorflache (3) und eietctrische Kontaktflachen (4) 
auf und ist in Flip-Chip-Technik mit der Hauptseite (2) nach 
unten auf dem Tragerelement (6) befostigbar. Im Tragerele- 
ment (6), beispielsweise einer Platine, befindet sich eine 
Gffnung (8), durch die Ucht auf die Sensorflache (3) fallen 
kann. Vorteile: Kein Gehause fur den Chip notwendig, 
preisgunstige Montage. Das Tragerelement (6) kann Tail 
gines Kameragehauses (11) sein. 
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Die Erfindung betrifft einen Bildsensor-Chip, ein Tra- 
gerelement fur einen Bildsensor-Chip sowie ein Trager- 
element mit einem darauf montierten Bildsensor-Chip. 

Bildsensor-Chips, also integrierte Schaltungen mit 
optischen Sensorflachen gibt es in unterschiedlichen 
technischen Ausfuhrungen. Der optische Sensor kann 
beispielsweise als CCD(Charge Coupled Device)-Sen- 
sor oder CMOS-Pixel-Sensor realisiert sein. Es ist ub- 
lich, derartige Bildsensor-Chips vor der Montage auf 
einem Tragerelement, wie beispielsweise einer Platine, 
mit einem Gehause zu versehen. Dabei weist das Ge- 
hause AnschluBbeinchen zur Befestigung des Chips auf 
dem Tragerelement und zu dessen elektrischer Kontak- 
tierung sowie ein Fenster an der vom Tragerelement 
abgewandten Seite auf, durch welches Licht auf die opti- 
sche Sensorflache des Chips gelangen kann. Da inte- 
grierte Schaltungen ublicherweise auf einem Halbleiter- 
substrat wie Silizium erzeugt werden, befinden sich in 
der Regel samtliche von auBen zuganglichen elektri- 
schen oder optischen Strukturen auf einer Hauptseite 
eines solchen Chips. Neben der optischen Sensorflache 
befinden sich daher bei einem Bildsensor-Chip auch die 
elektrischen Kontaktflachen (Pads) des Chips auf einer 
solchen Hauptseite. Deren elektrische Verbindung zu 
den AnschluBbeinchen des Chipgehauses wird beispiels- 
weise durch Wire-Bonden realisiert 

Zunehmend werden Bildsensor-Chips interessant, auf 
denen neben der Sensorflache auch weitere Schaltungs- 
bereiche vorhanden sind, wie Speicher und Logik, die zu 
einer Verarbeitung der durch den Sensor empfangenen 
Signale dienen. Insbesondere beim CMOS-Pixel-Sensor 
ist ohne weiteres eine Integration anderer CMOS-Kom- 
ponenten moglich. Allerdings sind solche zusatzlichen 
Schaltungsbereich oftmals lichtempfindlich, so daB da- 
fur gesorgt werden muB, daB Licht zwar auf die optische 
Sensorflache, nicht jedoch auf die lichtempfindlichen 
Schaltungsbereiche fallt, die haufig nur von einer licht- 
durchlassigen Passivierungsschicht bedeckt sind. 

Nachteilig ist beim geschilderten Stand der Technik, 
daB die Montage des Bildsensorchips im Gehause auf- 
wendig und teuer ist Ferner gelangt durch das Fenster 
des Gehauses unerwunschterweise Licht auch auf die 
lichtempfindlichen Schaltungsbereiche, so daB diese mit 
einer zusatzlichen lichtundurchlassigen Schicht verse- 
hen werden mussen, was wiederum einen erhdhten Pro- 
duktionsaufwand erfordert Auch die mit Fenster verse- 
henen Spezialgehause an sich sind teuen 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Mon- 
tage eines Bildsensor-Chips auf einem Tragerelement 
zu vereinf achen, 

Diese Aufgabe wird durch einen Bildsensor-Chip 
nach Anspruch 1, ein Tragerelement fur einen Bildsen- 
sor-Chip nach Anspruch 2 und ein Tragerelement mit 
einem darauf montierten Bildsensor-Chip nach An- 
spruch 5 gelost 

Der erfindungsgemaBe Bildsensor-Chip ist so gestal- 
tet, daB er in Flip-Chip-Technik, das heiBt kopfuber mit 
seiner^ Hauptseite nach unten auf dem Tragerelement 
befestigbar ist Dazu sind seine Kontaktflachen bezie- 
hungsweise Pads mit schmelzfahigen Hockern verse- 
hen, uber die die elektrische und mechanische Verbin- 
dung zum Tragerelement herstellbar ist 

Das Tragerelement, auf dem der Bildsensor-Chip be- 
festigbar ist weist erfindungsgemaB eine Lichtdurch- 
trittsoffnung auf, durch welche Licht auf die optische 
Sensorflache des Chips gelangen kann. 



Die Erfindung ermoglicht in vorteilh after Weise die 
Montage eines Bildsensor-Chips auf einem Tragerele- 
ment ohne Verwendung eines Gehauses. Insbesondere 
entfallt die Notwendigkeit eines teueren Gehauses mit 
5 Fenster, durch welches das Licht auf die Sensorflache 
fallen kann. Die Flip-Chip-Montage ist daruber hinaus 
sehr einf ach durchzuf uhren, ein Wire-Bonden entfallt 

Durch geeignete Dimensionierung der Lichtdurch- 
trittsoffnung im Tragerelement ist es moglich, daB Licht 
io ausschlieBlich auf die Sensorflache, nicht jedoch auf an- 
dere, lichtemphndhche Schaltungsbereiche des Bildsen- 
sor-Chips gelangt Da bei der Flip-Chip-Montage der 
Abstand zwischen der Chiphauptseite und dem Trager- 
element (beispielsweise einer Platine) sehr klein ist, ge- 
15 langt praktisch kein Licht iiber den Rand der Offnung 
hinaus auf Schaltungsbereiche neben der optischen Sen- 
sorflache des Chips. Es entfallt daher die Notwendigkeit 
einer zusatzlichen tichtundurchlassigen Schutzschicht 
auf der Hauptseite des Chips uber den lichtempfindli- 
20 chen Schaltungsbereichen. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Fig. 1 
und 2, die Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung zeigen, 
naher erlautert: 
Fig. 1 zeigt in einem ersten Ausfuhrungsbeispiel ei- 
25 nen erfindungsgemaBen Bildsensor-Chip 1, der bereits 
auf einem Tragerelement 6 montiert ist Das Tragerele- 
ment 6 kann beispielsweise eine Platine sein. Der Chip 1 
weist auf einer Hauptseite 2 eine optische Sensorflache 
3 sowie elektrische Kontaktflachen 4 auf, die auch als 
30 Pads bezeichnet werden. Die Kontaktflachen 4 weisen 
schmelzfahige Hocker 5 (Balls, Bumps) auf, wie sie fur 
die Flip-Chip-Montage ublich sind, und die beispielswei- 
se aus Kupfer bestehen konnen. Im in Fig. 1 dargestell- 
ten Stadium ist der Chip 1 bereits mit seiner Hauptseite 
35 nach unten uber seine Hocker 5 mit Kontaktflachen 7 
des Tragerelements 6 verbunden, das heiBt die Hocker 5 
sind mit den Kontaktflachen 7 verschmolzen. 

Das Tragerelement 6 weist eine Lichtdurchtrittsoff- 
nung 8 auf, durch welche bei montiertem Chip 1 Licht 9 
40 auf die Sensorflache 3 gelangen kann. Es ist moglich, 
jedoch nicht notwendig, daB der Chip 1 in seiner Haupt- 
flache 2 auch lichtempfindliche Schaltungsbereiche 12 
aufweist, an die jedoch kein Licht gelangt, da die Off- 
nung 8 gunstigerweise so bemessen ist, daB Licht aus- 
45 schlieBlich auf die optische Sensorflache 3 des Chips 
fallen kann. Gewahrleistet wird dies dadurch, daB die 
Streuung des einfallenden Lichts 9 minimal ist, da der 
Abstand zwischen der Hauptseite 2 des Chips und der 
Oberseite des Tragerelements 6 sehr gering ist (die Fi- 
50 guren sind nicht maBstablich). 

Vorteilhaft ist es, wenn das Tragerelement 6 an seiner 
Offnung 8 optische Mittel 10, beispielsweise Linsen und 
dergleichen aufweist, die den Strahlengang des Lichts 9 
in gewiinschter Weise beeinflussen. 
55 Fig. 1 sind auch Leiterbahnen 14 auf dem Tragerele- 
ment 6 zu entnehmen, die mit den Kontaktflachen 7 des 
Tragerelements 6 sowie weiter uber die Hocker 5 mit 
den Kontaktflachen 4 des Chips 1 verbunden sind. 
Zusatzlich kann, wie in Fig. 1 gezeigt, eine Versiege- 
60 lung 13 uber dem Chip 1 vorgesehen sein, die nach 
erfolgter Montage des Chips auf dem Tragerelement 6, 
beispielsweise durch VergieBen (sogenanntes "Gobe- 
Top^), in einfacher Weise aufbringbar ist. Durch den 
bereits erwahnten geringen Abstand zwischen Chip und 
65 Tragerelement kann gewahrleistet werden, daB das Ma- 
terial der Versiegelung 13 beim UmgieBen des Chips 
nicht in den Strahlengang des Lichts 9 beziehungsweise 
in die Offnung 8 oder auf die optische Sensorflache 3 



CO 



o 
o 



DE 196 51 260 Al 



o 



CO 



gelangt 

Fig. 2 zeigt in einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfmdung einen Bildsensor-Chip 1, der ahnlich demjeni- 
gen aus Fig. 1 gestaltet ist Auch das Tragerelement 6 
hat im Prinzip denselben Aufbau. In vorteilhafter Weise 5 
ist jedoch dieses Tragerelement 6 Bestandteii eines Ge- 
hauses 11 einer Kamera 18, die auBer dem Chip 1 auch 
weitere integrierte Schaltungen oder elektrische Bau- 
teile 15 enthalten kann. 

Die Leiterbahnen 14 des Tragerelementes 6 sind bei 10 
diesem Ausfiihrungsbeispiel gunstigerweise dreidimen- 
sional an der Innenseite des Gehauses 1 1 gestaltet und 
konnen daher in der MID-Technik (Moulded Intercon- 
nect Device) vorteilhaft ausgebildet werden. Ein Her- 
stellungsverfahren fur derartige MID-Leiterbahnen 14 15 
ist das HeiBprageverfahren. Die Leiterbahnen 14 sind 
durch AnschluBleitungen 17, die Bestandteile eines An- 
schluBkabels 16 sind, mit dem auBeren des Kamerage- 
hauses 11 verbunden. 

Eine Kamera 18, die nach dem in Fig- 2 dargestellten 20 
Prinzip aufgebaut ist, laBt sich ohne groBen Aufwand 
mit nur wenigen Komponenten und wenigen Herstel- 
lungsschritten in billiger Weise herstellen. 

Es ist auch rnoglich, den Chip 1 anders als in den Fig. 1 
und 2 dargestellt auf dem Tragerelement 6 kopfuber zu 25 
montieren. 

Patentanspruche 

1. Bildsensor-Chip (1), 30 

— der auf einer Hauptseite (2) eine optische 
Sensorflache (3) und elektrische Kontaktfla- 
chen(4) aufweist, 

— der auf seinen Kontaktflachen (4) schmelz- 
fahige Hocker (5) aufweist, so daB er ohne Ge- 35 
hause iiber die Hocker (5) auf einem Trager- 
element (6) befestigbar ist 

2. Tragerelement (6) fur einen Bildsensor-Chip, 

— mit einer Lichtdurchtrittsoffnung (8), 

— das Tragerelement (6) ist in der Weise ge- 40 
staltet, daB der Chip (1) oberhalb der Offnung 
(8) so befestigbar ist, daB durch die Offnung (8) 
Licht (9) von der vom Chip (1) abgewandten 
Seite des Tragerelementes (6) auf eine Sensor- 
flache (3) des Chips (1) gelangen kanru 45 

3. Tragerelement nach Anspruch 2, bei dem an der 
Offnung (8) optische Mittel (10) vorhanden sind, urn 
einfallendes Licht (9) vor dem Durchtritt durch die 
Offnung (8) zu beeinflussen. 

4. Tragerelement nach einem der Anspriiche 2 oder 50 
3, dasTeil eines Kameragehauses (11) ist 

5. Tragerelement nach einem der Anspriiche 2 bis 4 
mit einem darauf montierten Bildsensor-Chip, 

— der Chip (1) weist auf einer dem Tragerele- 
ment (6) zugewandten Hauptseite (2) eine opti- 55 
sche Sensorflache (3) und Uchtempfindliche 
Schaltungsbereiche (12) auf, 

— die Offnung (8) des Tragerelementes (6) ist 
so bemessen, daB Licht (9) nur auf die Sensor- 
flache (3), nicht jedoch auf die lichtempfindli- so 
chen Schaltungsbereiche (12) fallen kann. 

6. Tragerelement nach Anspruch 5, bei dem der 
Chip (1) durch eine Versiegelung (13) von seiner 
vom Tragerelement (6) abgewandten Seite ge- 
schutzt ist 65 
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